Solution for researching

Cestos De Limpeza De Wafer Em Ptfe Personalizados Suportes

De Wafer De Silicio Para Semicondutores Cassetes De

Fluoropolimero De Baixo Background

Numero do item: PL-CP266

introducao

Cestos de limpeza de wafer em PTFE
personalizados de alta pureza para
processamento de semicondutores. Projetados
para andlise de tracos com baixo background e
resisténcia quimica agressiva, esses cassetes
de fluoropolimero personalizados garantem
dissolucao zero e manuseio sem contaminacao
de wafers de silicio em ambientes de sala limpa
criticos e laboratérios industriais.

Saiba mais

rlEee Beneficlo Principal

Remocgdo de contaminantes organicos, camadas finas de 6xido e Alta resisténcia a misturas de peréxido de hidrogénio e hidréxido de

Limpeza RCA (SC-1/SC-2)

Corrosiao com Acido Fluoridrico -
superficial.

Processamento de Corrosao
Piranha usando acido sulfirico e perdxido.

Manuseio de wafers durante o desenvolvimento, remocéao e

Suporte a Fotolitografia . . )
enxague de materiais de fotorresiste.

Enxague Pés-CMP X
para remover pastas abrasivas.

Preparacao de Semicondutores

Compostos optoeletrénica avangada.

Li Ultrasénica/M 6nica

P

submicrométricas em agua deionizada.

impurezas i6nicas de superficies de silicio.

Remocgéo seletiva de camadas de didxido de silicio e passivagao

Limpeza critica de wafers apds Planarizagdo Mecanico-Quimica

Limpeza especializada de wafers de GaAs, GaN e InP para

amonio.

Imunidade completa ao HF, que degrada transportadores de
quartzo ou vidro.

Remogao agressiva de residuos organicos pesados e fotorresiste Mantém a integridade estrutural em ambientes altamente

exotérmicos e oxidantes.

A resisténcia a solventes garante que o transportador ndo inche ou
amoleca quando exposto a removedores.

A superficie com baixa geragao de particulas garante que os wafers
permanegam limpos ap6s a etapa de polimento.

Suporte suave com ranhuras de precisdo evita danos a materiais
compostos frageis.

Limpeza por vibragéo de alta frequéncia para desalojar particulas  As propriedades do material amortedecem vibragcées excessivas,

permitindo transferéncia de energia eficaz.

Categoria de Parametro Detalhe da Especificacdao para PL-CP266

Material Principal

Método de Fabricacdao

PTFE (Politetrafluoretileno) / PFA (Perfluoroalcéxi) de Alta Pureza

Usinagem CNC de Alta Preciséo (Fabricado sob Medida)

Compatibilidade com Tamanho de Totalmente Personalizavel (Tamanhos comuns: 2", 3", 4", 6", 8",

Wafer 12" ou dimensdes personalizadas)

Espagamento, profundidade e quantidade personalizados com

Configuracao de Ranhuras .
base nos requisitos do processo

Projeto da Al
rojeto da Alca (Personalizavel)

Opgdes fixa, removivel ou olhos de elevagao integrados

Excelente (Compativel com todos os acidos, bases e solventes

Resisténcia Quimica .
organicos)
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Categoria de Parametro Detalhe da Especificacdo para PL-CP266

Faixa de Temperatura de
Operacao

-200°C a +260°C (Limite do material; especifico da aplicagdo)

Rugosidade Superficial Acabamento CNC controlado para captura minima de particulas

Otimizado para analise de tragos de baixo nivel (atende aos

Back d de EIl tos T
LT L AL D requisitos de baixo background)

Perfil de Dissolucao Dissolugdo zero / Sem aditivos lixividveis (sem dissolugao)
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